Konstrukéni pozadavky

Konstrukéni pozadavky jsou dany pouzitym technologickym zafizenim (tisk pajeci pasty,
nanaseni lepidla, osazovaci automat, ruéni osazovani, tester atd.) Konstruktér navrhem DPS
ovliviiuje vyrobni zpracovani DPS (jednostranné, oboustranné, smiSené DPS) podle pozadované
funkce a dostupnych soucastek.

Pfi navrhu desek pro SMD je tfeba si uvédomit, Ze rozméry jsou mensi, proto musi byt pfesnost a
kvalita vysledného navrhu vySSi nez u klasické montaze, na zvolené pajeci plochy neni ve
vétsiné pfipadd mozné aplikovat jiny druh soucastek resp. pouzder.

Desky ploSnych spoju musi byt navrhovany a konstruovany tak, aby splfiovaly pozadavky
vyplyvajici z celého komplexu pouzitych technologickych operaci (osazovani pajeni, kontrola
atd.). Pfi navrhu je tfeba respektovat normy a technické podminky konkrétniho vyrobce desek
plosnych spojii a potfebné tepelné (tepelné namahani a nasledné chlazeni jak pfi vyrobé tak i v
provozu), elektrické (odpor, impedance vodi¢l, parazitni vazby, testovatelnost) a mechanické
vlastnosti.

Maximalni rozmér DPS — (i minimalni) jsou limitovany technologickym zafizeni napf. osazovaci
automat Assemblleon GemLine OPAL — X" 460 x 440 x 4,0 mm.

Minimalni rozmér DPS - dle technologického zafizeni napf. osazovaci automat Assemblleon
GemLine OPAL — X" 50 x 50 x 0,4 mm. (Nejmensi $ifka dopravniku u pretavovaci pece je
56mm). Osazovaci automat dokaze takto malou desku osadit, ale z hlediska vyroby takto malé
desky je vyhodnéjsi Fesit toto pFifezem.

Jiz ve stadiu navrhu desky je tfeba stanovit jak bude DPS vyrabéna, zplsob osazeni, zplsob
pajeni (vinou, pretavenim, ru¢ni pajeni atd.) stranu a smér pdjeni, stranu vnitroobvodového
testovani i montaz, aby bylo mozno vyuzit automatizovaného osazovani SMD. Idealni DPS by
méla vSechny soucastky na jedné strané desky. V pfipadé oboustranné osazené DPS pii
osazovani do pasty ,tézké“ soucCastky soustfedit na jedné strané a ,lehké“ na strané druhé.
Soucastky musi splfiovat schopnost projit minimalné 3x pretavovaci peci (dvakrat pec +
jedenkrat pajeci vina). Soucastky nesmi, pokud mozno, pfesahovat pres okraj DPS.

Zpusoby montaze.
Montaz SMD na jednu stranu DPS:

a) Do pasty b) Do lepidla

1. Tisk pajeci pasty na DPS 1. Naneseni lepidla

2. Osazeni SMD 2. Osazeni SMD

3. Kontrola 3. Kontrola

4. Pa3jeni pfetavenim 4. Vytvrzeni lepidla

5. Cisténi 5. Pajeni vinou

6. Kontrola 6. Cisténi

7. Do lepidla 7. Kontrola
Montaz SMD na obé strany DPS.
Jsou dvé moznosti osazovani

a) Obé strany do pasty

b) Kombinace — prvni strana pasta, druha strana lepidlo.

a) b)

1. Tisk pajeci pasty na stranu A 2. Osazeni SMD

2. Osazeni SMD 3. Kontrola

3. Kontrola 4. Pajeni pfetavenim

4. Pa3jeni pfetavenim 5. Naneseni lepidla na stranu B

5. Tisk pajeci pasty na stranu B 6. Osazeni SMD

6. Osazeni SMD 7. Kontrola

7. Kontrola 8. Vytvrzeni

8. Pajeni pfetavenim 9. Pajeni vinou

9. Cisténi 10. Cisténi

10. Kontrola 11. Kontrola

1. Tisk pajeci pasty na stranu A

SYSTEMS FOR EASY LIFE
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SmiSena montaz:

Naneseni lepidla

Osazeni SMD

Kontrola

Vytvrzeni

Ruéni vlozeni vyvodovych soucastek do DPS
Kontrola

Pajeni vinou

Cisténi

Kontrola

CoNIOR~®WN =

K osazovani SMD lze pouzit kombinace vyse uvedenych postupt a ruéniho pajeni. Pro
nase podminky to je DPS osazené vykonovymi soucastkami, konektory a SMD je
nepravdépodobnéjsi pouziti nasledujiciho schématu:

Tisk pajeci pasty na stranu A
Osazeni SMD

Kontrola

Pajeni pfetavenim

Naneseni lepidla na stranu B
Osazeni SMD

Kontrola

Vytvrzeni

Na stranu A osadit klasické a vykonové soucastky
10. Kontrola

11. P3jeni vinou (stranu B)

12. Cisténi

13. Kontrola

CoNO>GOhWN =

Doporuceni vyplyvajici ze zplisobu a sméru pajeni

Smér pohybu DPS v pdjeci viné — zasada delSi stranou DPS ve sméru pajeni (vyhodné
z hlediska tepelného namahani).

Na stranu pajeni vinou se doporuc€uje umistovat jen soucastky povrchové montaze, které jejich
vyrobce doporucuje pro pajeni vinou a u kterych zarucuje teplotni odolnost min. 260°C po dobu
10s.

Vzhledem ke sméru pajeni je tfeba brat v Uvahu orientaci sou¢astek, smér vodicl ploSnych spojli
(neni nutné pfi pouziti nepajivé masky) a mezery mezi jednotlivymi prvky SMD.

Na strané pajeni vinou pfednostné orientovat soucastky dle nasledujiciho obrazku:

Nedoporué&eno Doporuéeno

1E m | | Gd o

[L1]

Smér pohybu v pajeci viné =>
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Nasledujici obrazky doporucuji vzdalenosti jednotlivych typl soucastek v zavislosti na sméru
pajeni.

]

15 . ; 15 [mmly 1

fmm) _fmm)]

o)
Smér pohybu v péjeci ving ==

Doporuceni pro mezery mezi soucastkami (SOT 23).

%ﬁz %;%W1

Smér pohybu v pajeci ving  «=>»

Doporuceni pro mezery mezi souc¢astkami (SOT 89)

LF | ap| gR |

[mm [mm) __[mm)} [mm)| [mm]|
1206
1210 1 1 1 1 1
1808 15 2 2 1 1
SOD8o 1 1 1 2 1
MELF 1,5 1,5 1,5 3 2

Smér pohybu v pajeci ving  e=>
Doporuceni pro mezery mezi soucastkami.

Otvory v DPS pod souéastkami.

Soucastkové otvory.

Propojovaci otvory.

Slepé otvory.

PFi pajeni DPS vinou je nutno se otvorim pod soucastkami vyhnout nebo je pfekryt nepajivou
maskou. Hrozi nebezpeci zkratt a moznost vniknuti tavidla pod sou¢astku. Pro nemoznost
ocisténi mize nasledné vzniknout koroze.

Dalsi zavada muze vzniknout tim, Ze pfi nanaseni lepidla, lepidlo zate¢e do pokoveného otvoru a
osazovana soucastka bude nedostatecné upevnéna.

Pokovené otvory je tieba umistit mimo pajeci plosky, aby nedochazelo, k migraci pajky z plosky
béhem pajeni pretavenim napf. obraz na strané 14 ,Doporuceni pro pfipojeni pajecich ploSek®.
Roztavena pajeci pasta nateCe do prokovu a na ploSce zlistane mala ¢ast, nebo vibec nic. Tim
vznikne $patné zapajeny spoj.
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Zachytné plosky na DPS pfi pajeni vinou.

Zachytné plosky za plosky IO omezuji tvofeni zkratll mezi vyvody soucéastek s mensi roztedi
vyvodd.

Zkraty, které vznikaiji pfi pajeni integrovanych obvodu vinou, kde jsou pajeci plochy opakované za
sebou, se nejvice projevuji na poslednim paru vyvodl ve sméru pajeni. Problém se vyfesi
pfidanim zachytné plosky. DoporuCuje se nenavrhovat stejny rozmér srozméry ploSek
integrovaného obvodu, aby nedoslo k nespravnému osazeni obvodu. Opticky odlisit.

Zachytné plochy

Smeér pohybu v pajeci ving — >

Zachytné plosky spojit pouze s posledni ploskou 10

Vétsi pouzdra QFP natodit o 45° a doplnit zachytnymi ploskami o délce az 8,5 mm a $ifce 2 mm.

-

Natoceni QFP 0 45°,
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Testovaci body
Soucasti testovaciho systému, kterym se testuji DPS je jehlové pole. Pomoci méficich jehel se
deska elektricky kontroluje. Obrazek ukazuje doporu€eni pro umisténi testovaciho bodu.

Doporuéeno Akceptovatelné Nepfijatelné

Je tfeba dodrzet vhodnou vzdalenost od obrysu soucastky.

Pozadavky na opravitelnost

Vyhnout se nahusténi soucastek na jednom misté. Neplati u levnych DPS, které se neopravuji.
Konstruktér musi zvazit moznost pfipadné opravy bé&hem vyroby i béhem Zivotnosti desky pfi
provozu zafizeni.

Pro snadnou opravitelnost DPS, v pfipadé zapajenych soucastek v misté s velkou médénou
plochou, feSit napojovaci bod pomoci termobodu. Plati i pro prokovy a pro vnitfni vrstvy
vicevrstvych plosSnych spojli. U termoplosek, které zabranuji nadmérnému odvodu tepla pfi
pajeni, by jejich Sitka a délka paprsku méla korespondovat s minimalni Sifkou spoje a délka
s izola€ni vzdalenosti.

Technologické okoli DPS

Musi byt takové, aby bylo vhodné pro technologické zpracovani. DPS by méla mit takové okoli,
které je akceptovatelné pro vSechna zafizeni v prabéhu zpracovani desky.

Desky se vyskytuji pfevazné v téchto variantach:
- samostatny obrazec plosnych spoju s technologickym okolim obr. A
- sdruzeni vice obrazcu ploSnych spojl s jednim technologickym okolim (pfifez) obr.B

- deska plosnych spoju s kone€nym obrysem bez technologického okraje nutného pro zpracovani
desky obr. C

Jednotliva zarizeni, ktera vyzaduji prvky technologického okoli:
Osazovaci automat — technologické okoli a kontrolni znacky

Vnitroobvodovy tester — minimalné dva upinaci otvory az Ctyfi dle velikosti desky,
které musi byt na desce v dobé testovani.
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Doporucéeny primér 3 az 4 mm = 0,1 mm. Rozmistnéni téchto otvor( je tfeba volit
co nejdale od sebe a je vhodné sloucit tyto otvory s technologickymi otvory pro
upevnéni desky.

Provedeni multipanelu:

a) frézovanim

o]
[o+ +o|

g = =,

%]

Priklad zpracovani jednoho motivu desky plosnych spoji.

b) drazkovanim - tvar V-drazky je urcen dle vykresu firmy Mikroelektronika spol.
s r.o. Cislo vykresu 962 00 105 067 S09




Navadéci znac¢ky pro rozpoznavani polohy desky plosnych spojti.

Funkci systému rozpoznavani polohy desky plosnych spoju je stanovit pfesnou polohu desky
v osazovacim stroji tak, aby byl stroj schopen podle toho upravit polohy osazeni sou¢astek. CCD
kamera na osazovaci hlavé postupné zaznamenava polohu dvou nebo tfi referenénich znacek na
DPS.

Po zjisténi polohy a osazovaciho uhlu DPS, porovnani s referen¢nim systémem soufadnic a po
ovéreni pfipadné deformace DPS, se pfisluSnym zplsobem opravi vSechny osazovaci polohy.

Jednoduchy kfiz Dvoijity kfiz Ctverec/kruh Kruh s vyse€emi/kruZnice
- vysoky informaéni obsah - velmi vysoky informa&ni obsah - nizky informa&ni obsah - velmi vysoky informaéni obsah
- v ndvrhu zabird maly prostor - v navrhu zabira stfedni prostor  (moZno zaménit s pajecimi - v navrhu zabira stfedni prostor
- pomémé necitlivy k cinovanl - citlivy k cinovani plogkami a zkuSebnimi body) - citlivy k cinovani

- v ndvrhu zabird maly prostor

Priklady moznych tvarit referencnich znacek na deskach plosnych spoji.

PFi vlastnim navrhu DPS je nutné pocitat se znackami (Fiducial Marker). Jako navadéci znacku
pro osazovaci automat preferujeme pouziti plného kruhu o priméru 1mm (min 0,8mm).
Okoli znacky do poloméru 2R musi byt bez masky.

Dodate¢né mistni navadéci znacky jsou v bezprostfedni blizkosti osazovaci pozice, aby se jesté
vice zvysSila pfesnost osazovani sou¢astek s malou rozte€i. Tyto orientaéni znacky jsou umistény
jen na DPS.

2R

4
A

<>5mm

A, dl<u SYSTEMS FOR EASY LIFE
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Navadéci znacka se umistuje v protilehlych rozich nesoumérné tak, aby byly co nejdale od sebe.
Na pfifezu mohou byt dvé navadéci znacky na okraji pfifezu, ale je dobré ponechat znacky i na
jednotlivych DPS.
Dodrzujte minimalni vzdalenost navadécich znacek 5mm od okraje DPS.

Znacka musi mit ostfe ohrani¢eny jednoznacny kontrastni tvar. Znacku tvofi pocinovany obrazec.

V pfipadé navrhu malych desek
v multipanelu (napf. CSN, CSP,
HM atd.) umistéte na desku pouze
jednu (plny kruh) navadéci znacku
pro osazovaci automat. Rozméry
shodnych multipanelu musi mit
stejnou velikost.




"1 mikroelektronika SYSTEMS FOR EASY LIFE

Doporuéena maximalni velikost pfifezu je A5 - A4. Je potfeba se rozhodnout, zda k oddéleni
pfifezd navrhneme ,V* drazku nebo frézovani. Vyhodou drazsiho frézovani je moznost
vystfihnout jen urcity poCet osazenych DPS a zachovat technologicky okraj neporuseny. A dalSi
DPS z tohoto pfifezu ru¢né osadit pozdéji, az to bude potfebné, v hodné pouze pro vzorky.
Nedoporucuje se velké mnozstvi ,,V* drazek ve sméru pohybu DPS procesem pajeni vinou.

Smer pdjeni

/

N\

/ N\

Smér pajeni je shodny s prlichodem osazovaci linkou.

Technologicky okraj

Technologicky okraj je nutné pouzit vzdy tam, kde rozmistnéni soucastek na DPS znemoznuje
nebo komplikuje prichod DPS jednotlivymi pracovisti technologické linky.

Minimalni vzdalenost souc€astek a ploSek od hrany DPS je 4mm (hrana rovnobézna se smérem
pohybu v technologickeé lince). Technologické okraje, které dotykaji kolejnic, na kterych se
pohybuje v technologickych zafizenich osazovaci linky, musi byt rovnobézné a strany zacisténé
od vyrobce DPS.
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MINIMALNi TECHNOLOGICKY OKRAJ
Pro celou osazovaci linku (zasobnik desek, sitotisk, osazovaci automat, pretavovaci pec) staci
minimalni technologicky okraj 3mm ze stran, dle nasledujiciho obrazku. Technologické okraje

musi byt bez souéastek.

3mm

Technologické okraje

3mm
H
(®

Navadéci zna€ky
PIny kruh je navadéci znacka pro osazovaci automat i sitotisk Stejna navadéci znacka musi byt
ve stejném misté i na sitotiskové Sabloné.

Sablony
Vyrobu Sablony si mUze zakaznik zajistit sam, nebo maze vyuzit sluzeb nasi firmy.
Navrh mize byt prakticky v kterémkoliv navrhovém systému.

10
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Rozmér a umisténi na Sabloné

Umistnéni motivu doprostfed Sablony.

Orientace motivu souhlasné s prichodem osazovaci linkou.

Pokud to dovoli rozmér Sablony, umistit na Sablonu obé strany DPS

320
< : »
“wro~o© SIS
0SS Hh a0 VK Z
5 O 5 o & s S 5 s O ¥ S prd
20 O 90 o0o9o90o9o o0 b5
‘OOOOOO'"“'
" @s0s005 0, == = =S=S=222%
) b i
A A 5' ;

OO0 0 00 000000600 00000 0 0 0

=
I AN
Tisknutelna oblast
Delsi strana DPS
ﬁ Smér priuchodu linkou

PFi leptani Sablony je nutné zmensit v podkladech o 20% otvory, pro zabranéni podleptani.
Pro vyrobu Sablony potfebujeme znat tloustku Sablony (uruje se dle pouzitych soucastek),

material na Sablonu a technologii jakou bude Sablona vyrobena.
Sablony pro DPS s obvody BGA je nutné palit laserem.

11



Pouzdro

Tloustka Sablony

0,1265

0,15

0603
0805
1206
SOD80
MELF
SOT23
SOT223
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@)
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Tantal C
A
B
C
D

T T T

P

T UV O O

SOIC
SOJ
SOL
SO8
S0O32

Pouzdra z rozteci 1,27mm

PLCC20-84

P

0

1,0
0,8
0,75
0,65
0,5
0,4

(@)

O OO 0O

Pouzdra typu QFP s rozteci:

Z Z2 Z2 Z2 UV T

O - OPTIMALNI
P - POUZITELNE
N - NEVHODNE

12
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Vzory umisténi motivii na DPS
Mezi deskami na Sabloné je nutné dodrZet mezeru alespor 1 cm.

01 [k [k ] [ 05

21 kg K
— —— — — — —

13
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Navrh vodivych obrazci

Obrazce pajecich ploSek definuji mista, kde maji byt soucastky pajeny k DPS. Rozméry
soucastek se pohybuji v pomérné velkych tolerancich. Je tedy tfeba stanovit takova obecna
pravidla, ktera umozni bez problému zpracovat sou¢astky v celém rozsahu tolerance.

Obecna pravidla:
Pokovené diry (prokovy) se pouzivaji na propojeni vodivych obrazci mezi
sebou. Na jejich kvalité zavisi spolehlivost celého vicevrstvého spoje. Priméry
pokovenych otvor(l byvaji v rozsahu 0,3 az 0,6 mm.

Plosné vodic¢e mezi pajecimi ploSkami jejich Sitka se doporucCuje maximalné
0,4 mm. NedoporuCuje se spojovat pajeci plosky vodi€em o stejné S§ifi, aby
nedochazelo k zbyte€nému hromadéni pajky. Rozlévani pajky by mohlo
zpusobit ,strzeni* soucastky mimo pajeci plosku. Pokud se pouzije nepajiva
maska, nemusi problém nastat.

Spojovani pajecich plosek u vyvodu vice vyvodovych obvodl, mize opét vést

ke snaze o zjednoduSovani. Pfi pajeni se takto navrzeny spoj chova jako sbéra¢
pajky a maze zplsobit znehodnoceni spoje.

Doporuéeno Nevhodné Doporugeno

ﬁ il

=

0T

Doporuceni pro spojovani pajecich plosek.

Nevhodné Nevhodné
0,4 mm
Doporuéeno Doporuéeno
0,5 mm
Nevhodné Nevhodné
Doporuéeno

Doporuceni pro pFipojeni pajecich plosek [4].

14
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Nepajiva maska

Maska nanasena sitotiskem je charakteristicka svou jednoduchosti, ale na ukor jemnych motivu.
Nepajiva maska vytvorena fotocestou ma jemnéjsi motivy a je presnéjsi.

Rozméry na obrazku jsou doporuceny a plati pro obé strany DPS.

0,3 mm 0,1 mm
i B <

Pajeci maska nanasena: A - sitotiskem, B - fotocestou.

Lepeni soucastek SMD

Umisténi lepidla — pfi lepeni SMD pfed pajenim vinou, pfipadné pretavenim, je Zadouci minimalni
mnozstvi lepidla postacujici k vytvofeni kvalitniho spoje. P¥ilis velké mnozstvi lepidla naneseného
na plochu spoje mlze vést k tomu, Ze jeho prebytek bude zpod soucastky vytlacen na pajeci
plosky. Proto se ke snadngjSimu fizeni objemu lepidla zavadéji slepé plosky umisténé mezi
plosky uréené pro pajeni.

Lepidlo

| e 4
Slepé ploska

Nepajiva maska

Umisténi tzv. slepé plosky p¥i lepeni SMD.

15
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Vzorec normalizovaného obrazce pajecich plosek

Konstruktér vyuziva navrhovy systém, ktery ma knihovnu rozmérd pajecich plosek pro celé
spektrum SMD. Vyrobci navrhovych systému nezapominaji na rozdily mezi pajenim vinou a
pajenim pretavenim.

Pro nazornost jsou uvedena pravidla pro vypocCet rozmérd pro SMD pouzdra tvaru kvadru.
Konstrukéni pravidla obrazcl pajecich plosek pro rezistory na sestavach pajenych pretavenim
nebo vinou vychazeji z nasledujicich vzorcl, kde rozméry pajecich plosSek a jejich vzdalenost
jsou vypocitany z rozméri SMD a rozmért vyvodi SMD. Pro stanoveni rozmérd pajecich plosek
jsou nutné nasledujici rozméry SMD:

W — §Sitka soucastky

H — vySka soucastky

L — délka soucastky

T — pajitelny koncovy kontakt

K — 0,25 mm konstanta pro pajeni pfetavenim
K- 0,50 mm konstanta pro pajeni vinou

Sitka pajeci plosky X=W__-K (pajeni vinou)
Sitka pajeci plosky X=W__+K (pajeni pietavenim)
Délka pajeci plosky Y=H _R2+T_+K

Mezera mezi ploskami G=L _-2T _-K

v v

pficemz je nutno vzit v Gvahu, Ze tolerance pro zpracovani desky a tolerance rozméri SMD
mohou zredukovat nebo zvétSit vodivy obrazec.

Je nutno dbat doporuceni jednotlivych vyrobcu soucastek. Tato doporuceni prebiraji vyrobci
navrhovych systémua CAD.

Pro pajeni vinou je tfeba navrhovat plosky s vétSim pfesahem. Pokud je ploSka pfilis kratka,
nemusi vlivem stinového efektu dojit k zaliti pajkou.

Pro pfetaveni je mozné pouzit menSi pfesah plosky, avSak ploSka musi zasahovat pod cely
prostor pokoveného pfivodu. Pfi nedodrzeni rozmérd plosky, nebo Spatném navrzeni pajeci
plosky muaze dojit k efektu tzv. Tombstoning nebo také zvany Manhattan efekt — zvednuti
soucastky.

16
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Pajeci plosky
pro pajeni vinou

Pajeci plodky
pro pajeni pfetavenim

Rozdil rozmérii pajecich plosek pri rizné technologii pdjen.

Vypoctené rozméry ploSek v tabulkach byly stanoveny s ohledem na tolerance rozmért SMD
riznych vyrobcu a rovnéz koresponduji s vyrobnimi tolerancemi DPS. Vzdalenost ploSek je

stanovena tak, aby mezi nimi prosly dva ploSné spoje pod soucastkou.

E
t“[
..c
A
F

i plocha vymezend
i pro souldstiou

propojeni / vodiva sit

Topologie pajecich ploch rezistorti.

Pajeni pfetavenim
Veli- | Rozméry plidorysu v mm Presnost
kst A Te v |x | |F [m M
0402 | 1,50 | 050 | 050 |060 |00 |180 |1,00 10,15
0603 | 210 | 090 |060 |090 |050 |235 |145 10,25
0BO5 | 260 | 120 (070 | 130 |O75 |285 | 190 0,25
LTZDE 380 (200 |09 |160 | 160 |4,05 |225 0,25
Péjeni vinou
Veli- | Rozméry padorysu v mm Pocet propojek Pfesnost
kost = S > = e = = a jejich rozméry | osazeni
0603 | 250 | 1,10 | 070 | 0,80 | 030 |320 |1,70 | 1x(0,30x0,80) +0,15
0603 | 2,70 | 090 |090 | 080 |05 |340 | 1,90 | 1x(0,15x0,80) 40,25
0805 | 3,30 | 1,30 | 1,00 | 1,30 (034 400 | 240 | 1x(0,30x1,30) 10,25
_1._206 450 (250 (1,00 1,70 |125 | 520 |280 | 3x(0,25x1,70) 0,25

Pro kondenzitory je vzorec ponékud modifikovin. Stanoveni Sitky plosky X a mezery A je stejné,

aviak délka plosky se méni vlivem vysky pokoveni:
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pdjeci plocha
{ plocha pro pajeci pastu

] nepdjiva maska

i plocha vymezena
pro souldstku

L_:
I I propojeni f vodiva sit

Topologie pajecich ploch kondenzatorii.

Pajeni pfetavenim

R Rozméry pidorysu v mm Presnost
A G |y |x | |F |m osazeni
0402 1,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 1,75 | 0,95 0,15
0603 2,30 |070 | 0,80 (0,80 | 0,20 | 2,55 | 1,40 +0,25
0805 280 |100 090 | 130|040 305|185 +0,25
1206 4,00 |220 |0,90 | 160 | 1,60 | 4,25 | 2,25 +0,25
1210 4,00 | 220 |0,90 | 250 | 1,60 4,25 |3,15 10,25
1812 5,30 | 3,50 | 0,90 | 3,80 | 3,00 | 5,55 | 4,05 10,25
2220 6,50 | 4,70 | 0,90 | 560 | 4,20 | 6,75 | 5,85 10,25

Péjeni vinou

Velikost

Rozméry pldorysu v mm Pocet propojek Presnost

a jejich

A G Y X E F M rozméry osazeni

0603

240 (100 |0,70 | 0,80 | 0,20 | 3,10 | 1,90 1x(0,20x0,80) 0,10

0603

270 090 |09 |0,80 030|340 |210 1x(0,30x0,80) 10,25

0805

3,20 | 1,40 |090 |1,30 |0,36 |4,10 | 2,50 1x(0,30x1,30) 10,15

0805

340 |[1,30 [1,05 | 1,30 | 0,20 | 4,30 | 2,70 1x(0,20x1,30) +0,25

1206

480 |230 |125 1,70 | 1,25 ] 5,90 | 3,20 3x(0,25x1,70) +0,25

1210

530 | 230 |1,50 260 |1,25]6,30 |4,20 3x(0,25x2,60) 10,25

Obdobni pravidla plati pro ostatni soucastky. Neni i¢elem této publikace prezentovat viechny
pouzdra SMD, jelikoz je kazdy konstruktér pracujici v CADu nalezne v softwarové knihovné.

Pajeci plocha — pro zajiSténi spolehlivosti pajeného spoje musi byt dodrzeny doporucené
hodnoty, pfedevsim:

minimalni nutny pfesah kontaktl soucastky na plochu uréenou pro naneseni
pajeci pasty,

minimalni nutné prekryti pajecich ploch soucastky a substratu,

minimalni nutné izola¢ni mezery mezi kontakty a sousednimi vodici,

dostateCné mnozZstvi poZzadované pajky.

Pfi vlastnim navrhu, vzhledem k tolerancim, musi byt pajeci plocha vétsi nez v idedlnim pfipadé.

Nepajiva maska — slouzi k zamezeni zkrat( v pribéhu pajeni, zlepsi izolacéni odpor, zabranuje
roztékani pajky mimo kontaktni plochy. Obrysy nepajivé masky pfesahuji rozmér kontaktni plochy

(jsou vétsi).

Odstup okrajll nepajivé masky od okraje kontaktnich ploch je minimalné 0,1 mm pfi nanaseni
fotocestou a 0,5 mm pfi nanaSenim sitotiskem (minimalné Siftka 0,3mm).

Plocha pro pajeci pastu — je definovana Sablonou pro sitotisk. Timto rozmérem je definovano
mnozstvi pajeci pasty pro jednotlivé spoje. Pfi nevhodném navrhu muze dojit k nedostate¢nému
mnozstvi nebo pfebytku pajky.

18
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Plocha vymezena pro soucéastku — to je Cast plochy DPS odpovidajici nepatrné zvétSenym
obrysim soucastky.

Plocha pro vedeni vodi¢li pod souéastkou — je dana vzdalenosti mezi dvéma kontaktnimi
plochami.

Problémy optického testeru:

Problém stind — mala soucastka ve stinu velké, opticky tester Spatné rozliSuje.
Cesty mezi vyvody obr. 1 povazuje opticky tester za zkrat mezi vyvody.

[l 01 1

LIIJL

Obr. 1

Plati to i pro cesty od vyvodu — cesta od vyvodUl pfimo a pak do strany.

Rozmistnéni soucastek napf. kondenzator tantal a odpor obr. 2

Obr. 2
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Podklady pro osazovani
Pro osazovani soucastek na DPS je potfebna nasledujici dokumentace.

PFi ru€énim osazovani postali pfipravit a vytisknout obvodové schéma (E13), referencni
osazovaci schéma (E26) a hodnotové osazovaci schéma (E27) dle Dokumentaéniho fadu firmy
(MIKROELEKTRONIKA spol. s r.o. Vysoké Myto).

V pfipadé strojniho osazovani je potfeba pfipravit podklady v zavislosti na zplsobu osazovani a
pajeni:

- Osazovani do pajeci pasty s naslednym pretavenim (reflow) - na pajeci plosky
se pred osazenim soucastek nanese pajeci pasta, zpravidla sitotiskem. Proto je
nutné vygenerovat data pro filmy, na kterych budou obrazce pajecich ploSek
(format Gerber). Z nich se potom fotocestou a leptanim vyrobi kovové Sablony pro
sitotisk. Data pro tyto motivy jsou ve vrstvach 23 Pasta vrchni (TOP) a 22 Pasta
spodni (BOTTOM). Navadéci znacka (plny kruh) musi byt ve vrstvé pro Sablony,
vrstva 22 a 23. Navadéci znacka (plny kruh) musi byt ve vrstvé pro Sablonu
sitotisku vrstvy 20, 22 a 23.

- Osazovani do lepidla a pajeni na viné — soucastky musi byt pfilepeny pfed
pajenim na viné. Lepidlo se nanasi bud sitotiskem nebo dispenzerem. Pro vyrobu
sita (vrtani, frézovani) je tfeba vygenerovat stejna data jako pro tester. Data pro
vyrobu Sablony, ktera se bude fesit dodavatelsky, budou ve vrstvé 20.

- Pro soufadnicové davkovani je tifeba vytvofit datovy soubor se soufadnicemi mist,
kam ma byt lepidlo nadavkovano. Podklady pro tester a pomoci software se
prevede na soubor pro nanaseni lepidla (ve firmeé).

Data pro automatické osazovani — vygenerovat data z navrhového programu.
V navrhovém systému umistéte pocateéni bod pouzdra soucastky ve stfedu pouzdra.
Nulovy bod desky umistéte do jednoho z navadécich bod (plny kruh) desky.
Soufadnice X a Y, nasledujici tabulky — ,Pfiklad tabulky vygenerovanych dat pro
osazovaci automat®, oznacuji misto na které se osadi stfed soucastky.

- Znacéeni soucastek v knihovnach: pouzivejte jen velka pismena, Cisla a misto
mezery podtrzitko. VSechny ostatni znaky napf. lomitka, zavorky atd. nepouzivat.
Pouzivejte jednoznacné jasné znaceni napf. R_1206_10K

- Zmény v dokumentaci — v pfipadé, zZe byla vyrobena Sablona a doslo k drobnym
zménam zapojeni, doporu¢ujeme neménit umisténi souc¢astek na DPS. Doslo
by ke znehodnoceni Sablony.

Priklad tabulky vygenerovanych dat pro osazovaci automat
Nazev Reference Hodnota | Pouzdro Uhel X Y
natoéeni
TK _SMD C1 27P 1206 180 65,552 20,32
ODPOR_SMD R1 10K 1206 0 16,637 3,683
TRANZ SMD Q1 BC857 SOT23 0 20,955 3,556
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Definice pozadavku na navrh DPS
mozné cené. To je mozné na zakladé spole¢ného uUsili a dohodou mezi vSemi vyrobnimi,
konstruk&nimi a marketingovymi slozkami v ramci firmy.

Pravidla vybéru soucastek:

- snazit se snizit pocet druhll soucastek
- vybirat souc¢astky, které vyhovuji pozadavkam vyrobku
- vybirat soucastky, které Ize zpracovat automatickym osazovacim zafizenim

Pravidla pro vyrobu DPS:

- Pocet rozmérl otvord na DPS snizit na minimum. Tim stoupne G¢innost procesu
vrtani a klesne pocet rozméru vrtakd, které vyrobce musi pouzivat.

- Sitka vodi¢t a mezer mezi nimi musi byt volena podle moznosti vyrobce DPS,
aby vytéznost vyrobniho procesu byla co nejvétsi.

- Pocet obvodovych vrstev na DPS musi byt co nejmenSi, aby se snizily
materidlové naklady na vyrobu desky a zvySila se vytéZnost vyrobniho procesu
desky.

Pravidla uspofadani DPS pro jeji montaz:

- Rozméry DPS nebo pfifezu musi byt takoveé, aby vSechna zafizeni ve vyrobni
lince byla schopna bezchybného zpracovani. V opaném pfipadé jsou doby
potfebné k vyméné nebo pfestaveni montazniho zafizeni dlouhé.

- Je nutno zvolit spravnou geometrii pajecich ploSek soucastek, které vedou
k optimalni  vytéZnosti vyrobniho procesu. V primyslu existuje mnoho
normalizovanych rozlozeni kontaktd vyvodu, avSak konstruktér DPS nesmi
opomenout faktory, které ovliviuji rozmér pajecich ploSek (tolerance rozmérd
SMD, technologie pajeni atd.).

- Odstupy mezi sousednimi sou¢astkami musi vyhovovat pozadavkim na opravy.

- Navadéci znacky a technologické otvory musi byt na DPS vhodné umistény, aby
vyhovovaly montéaznim a zkuSebnim operacim.

- Zvolené navadéci znacky musi byt slucitelné se vS8emi montaznimi zafizenimi ve
vyrobni lince.
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